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Abstract of EP0492566 

Under normal atmospheric conditions, a uniform green covering layer, the so-called patina, forms on 
inclined copper surfaces only after exposure to the weather for many years. There has long been a desire 
to effect preweathering of the surface of semifinished products consisting of copper in the works on a 
large industrial scale, closely simulating the natural green patination. The method according to the 
invention for producing an artificial green protective and covering layer comprises first roughening the 
surface of degreased strip or sheet in a controlled manner by a mechanical treatment In a further step of 
the method, the roughened surface of the strip or sheet is then treated in continuous flow with a suitable 
chemical reaction solution for green patination. After the chemical treatment, the strip or sheet is stored in 
its final dimensions for some time in an air-conditioned room. 
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© Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- und Deckschicht auf aus Kupfer bestehendem 
Halbzeug. 

© Unter ublichen atmospharischen Einflussen bil- 
det sich auf geneigten OberflSchen aus Kupfer erst 
nach jahrelanger Bewitterung eine gleichmSBige grO- 
ne Deckschicht, die sogenannte Patina. Es besteht 
schon lange der Wunsch, in gro/Jtechnischem Mafi- 
stab eine werkseitige Vorbewitterung der Oberflache 
von aus Kupfer bestehendem Kalbzeug durchzufuh- 
ren, die der naturlichen Grunpatinierung sehr ahnlich 
ist. 

Das erfindungsgemafle Verfahren zur Herstel- 
lung einer kunstlichen grunen Schutz- und Deck- 
schicht besteht darin, die Oberflache von entfetteten 
Bandem oder Blechen zunachst durch eine mecha- 
nische Behandlung gezielt aufzurauhen. In einem 
weiteren Verfahrensschritt wird dann die aufgerauhte 
Oberflache der Bander Oder Bleche im kontinuierli- 
chen Durchlauf mit einer geeigneten chemischen 
Reaktionslosung zur Grunpatinierung behandelt. 
Nach der chemischen Behandlung werden die Ban- 
der oder Bleche in Fertigabmessungen in einem 
klimatisierten Raum einige Zeit ausgelagert. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur groBtechnischen Herstellung einer der natUrli- 
chen grunfarbigen Patina ahnlichen Schutz- und 
Deckschicht auf aus Kupfer bestehenden gewalzten 
Bandern Oder Blechen fur die Dachabdeckung und 5 
Fassadenverkleidung. 

Unter normalen atmospharischen Einflussen 
bildet Kupfer auf seiner Oberflache erst nach ei- 
nem relativ langen Zeitraum und auch nur unter 
bestimmten Bedingungen eine grun- bis turkisfar- w 
bene Schutzschicht, die sogenannte Patina. Die 
Bildungsgeschwindigkeit dieser naturiichen Patina 
ist beispielsweise von folgenden Parametem ab- 
hangig: 

- Zusammensetzung der Atmosphare is 
(Feuchtigkeit, Verunreinigungsgehalt) 

- Beanspruchung durch feste Teilchen (Sand, 
Staub) 

- Umgebungstemperatur 

- Neigung der Oberflache der Kupferbauteile 20 

- Lage zur Hauptwetterrichtung 

So sind in der Veroffentlichung des Deutschen 
Kupfer-lnstituts "Chemische Farbung von Kupfer 
und Kupferlegierungen" fur die verschiedenen at- 
mospharischen Einflusse folgende Zeiten fur die 25 
Ausbildung einer naturiichen Patina angegeben: 

- In Meeresluft nach etwa 6 Jahren 

- In GroBstadt- und Industrieatmosphare nach 
etwa 5 bis 8 Jahren 

- In normaler Stadtatmosphare nach etwa 8 bis 30 
12 Jahren. 

Die entstandene Patina schutzt das Kupferbau- 
teil wirkungsvoll vor weiteren Witterungseinflussen, 
so daB sich die Abtragungsrate des Kupfers mit 
Erreichen der hochsten Basizitat der Patina dem 35 
Wert Null nahert. Es ist daher auch nicht uberra- 
schend, daB sich schon fruhzeitig Praktiker mit der 
Erforschung und Nachahmung dieser Schutz- 
schicht befafit haben. So ist die kiinstliche Grunpa- 
tinierung von Kunstgegenstanden, wie beispielswei- 40 
se Statuen und GefaBen, mittels der Tupfeltechnik 
schon seit langer Zeit bekannt. 

Weiterhin gibt es eine Reihe von reaktionsfahi- 
gen Patinierungslosungen, die in Spritz- oder 
Bursttechnik auch auf groBere Flachen, wie z. B. 45 
Dachabdeckungen, in mehreren Arbeitsgangen auf- 
getragen werden. Bekannt ist es ebenfalls, Einzel- 
bleche aus Kupfer fur die Dachabdeckung vorab 
mit einer Patinierungslosung zu behandeln. 

Der Nachteil der bisher bekannten Verfahren ist so 
darin zu sehen, dafl sie entweder nur in aufwendi- 
ger Handarbeit Oder nur fOr begrenzte FlSchen 
angewendet werden konnen und damit fUr eine 
groBtechnische Fertigung zu unwirtschaftlich sind. 

Schlie0lich ist noch ein Verfahren bekannt, bei 55 
dem patinafarbene Kunststoffschichten auf fur die 
Dachabdeckung und Fassadenverkleidung vorgese- 
henen Kupferbandern aufgebracht werden. Nach- 



teilig an diesem Verfahren ist, daJ3 die aufgebrach- 
ten Schichten sehr leicht abplatzen und dafl dann 
der Selbstheilungsmechanismus der naturiichen 
Patina fehlt. Hinzu komrnt, daB die notwendigen 
Verarbeitungstechniken, wie Loten oder Abkanten, 
nur eingeschrankt durchfuhrbar sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren der eingangs erwahnten Art anzugeben, 
mit dem auf der Oberflache von aus Kupfer beste- 
hendem Halbzeug in groBtechnischem Maflstab 
eine grune, festhaftende, der naturiichen Patina 
sehr ahnliche Deckschicht erzeugt werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch 
die Kombination der im Anspruch 1 genannten 
Verfahrensmaflnahmen gelost. Vorteilhafte Weiter- 
bildungen der Erfindung ergeben sich aus den Un- 
teranspruchen. 

Die wesentlichen Vorteile des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens bestehen insbesondere darin, daB 
durch die kontinuierliche Fertigung 

- eine auBerst gleichmaBige Vorbehandlung 
samtlicher Bander und Bleche erreicht wird; 
diese ist eine wichtige Voraussetzung fur 
eine kunstliche Grunpatinierung mit einheitli- 
cher Farbgebung, 

- variable Fertiglangen ohne Schneidabfall 
moglich sind, 

- keine Farbanderungen an den Band- oder 
Blechenden auftreten konnen, 

- keine Ausfalle des Schleifbands durch hoch- 
stehende Band- oder Blechenden entstehen, 

- eine gezielte Ansteuerung, beispielsweise 
des Schleifbands, durch die Bandmitten- oder 
Bandkantenregelung moglich ist. 

Es hat sich ferner gezeigt, daB die nach dem 
erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten kUnst- 
lich grunpatinierten Bander oder Bleche aus Kupfer 
Schutzschichten mit hervorragender Haftfestigkeit 
aufweisen. Sogar die bei der Montage von Dachab- 
deckungen und Fassadenverkleidungen haufig un- 
vermeidlichen Fingerspuren bleiben auf der grun- 
patinierten Oberflache weitgehend unauffallig. 

In weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, 
daB die aufgebrachte Schutz- und Deckschicht als 
Katalysator fur die sich allmahlich ausbildende na- 
turliche Patina wirkt, daB heiBt, die kunstliche 
Schutzschicht wandelt sich unter atmospharischen 
Einflussen im Laufe der Zeit in eine naturliche 
Patina urn. Vorzugsweise besteht die Schutz- und 
Deckschicht aus Kupferoxid (Cu 2 0) und einem im 
wesentlichen kupferfreien Metallsalz. Das FlSchen- 
gewicht der vollstandig reagierten Schutzschicht 
betragt nach der Auslagerung 180 bis 680 mg/dm 2 , 
wobei der Bereich von 330 bis 525 mg/dm 2 bevor- 
zugt ist. 

Anhand eines Ausfuhrungsbeispiels soli die Er- 
findung im folgenden noch weiter erlautert werden. 
Ein kaltgewalztes 1000 mm breites Band aus 
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SF-Kupfer gemS/J DIN 1787 mit einer Dicke von 

0. 7 mm wird zunachst in einer Durchlaufeinrichtung 
entfettet. Unmittelbar anschlieBend wird da£ Kup- 
ferband zur gezielten Vergrofterung der Oberfla- 
che, beispielsweise um den Faktor 2, zunachst 
durch eine Bandschleifmaschine gefahren, die z. B. 
mit einem Oder mehreren Schleifbandern der Kor- 
nung 40 bis 60 sowie gegebenenfalls mit einer 
zusatzlichen Bursteinrichtung versehen ist. Die in- 
stallierte Bandmitten- oder Bandkantenregelung 
sorgt fur eine genaue Positionierung des Kupfer- 
bands gegenuber dem Schleifband. Danach durch- 
lauft das Kupferband noch ein Duowalzgerust, des- 
sen Walzen vorzugsweise in Richtung der Walze- 
nachse aufgerauhte bzw. texturierte Oberflachen 
aufweisen. In Linie durchlauft das Kupferband an- 
schlieCend eine Spruh- und Abquetscheinrichtung, 
in der die chemische Reaktionslosung zur Grunpa- 
tinierung gleichmaCig auf die Oberflache aufge- 
bracht wird. Nach Aufbringen der Reaktionslosung 
wird das Kupferband durch eine mitlaufende Quer- 
teilschere in Fertiglangen je nach Kundenanforde- 
rungen eingeteilt. Das einseitig beschichtete Kup- 
ferband Oder -blech wird in Gestelle vereinzelt und 
die Gestelle werden dann 6 bis 48 Stunden in 
einem klimatisierten Raum bei einer Temperatur 
von etwa 20 * C und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 70 % ausgelagert Um die Ausbildung der 
Schutzschicht auf dem Kupfer in dem klimatisierten 
Raum zu beschleunigen, kann entweder zusatzlich 
eine elektrische Spannung angelegt Oder gasformi- 
ge Reaktionsmedien eingeleitet werden. Nach der 
Auslagerung wurde das Flachengewicht der 
Schutz- und Deckschicht von einigen Probestucken 
bestimmt. Es betrug durchschnittlich etwa 430 
mg/dm 2 . 

An dem kunstlich griinpatinierten Kupferband 
konnen anschlie/tend die fur die Verwendung im 
Baubereich notwendigen Biege- und Abkantopera- 
tionen durchgefuhrt werden, ohne 6aB Beschadi- 
gungen oder groflflachige Ablosungen der Schutz- 
und Deckschicht auftreten. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht auf aus Kupfer bestehenden 
gewalzten Bandern oder Blechen fur die Dach- 
abdeckung und Fassadenverkleidung, gekenn- 
zeichnet durch die Kombinatton folgender 
Verfahrensmatfnahmen: 

- Die Oberflache von entfetteten Bandern 
oder Blechen wird zunachst durch eine 
mechanische Behandlung aufgerauht. 

- Die Bander oder Bleche werden dann 
mit einer an sich bekannten chemischen 
Reaktionslosung zur Grunpatinierung im 
kontinuierlichen Durchlauf behandeft. 
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- Die chemisch behmdelten Binder oder 
Bleche werden ar.schliefiend in einem 
klimatisierten Raum ausgelagert. 

5 2. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dai3 die mechanische Be- 
handlung kontinuierlich durch Schleifen 
und/oder Bursten oder Rauhwalzen vorgenom- 

10 men wird. 

3. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, da/3 die Oberflache 

75 des Kupferoands durch die mechanische Be- 

handlung um den Faktor 1,1 bis 5 vergroflert 
wird. 

4. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
20 und Deckschicht nach einem der Anspruche 1 

bis 3, dadurch gekennzeichnet, da/3 das 
Kupferband von einer Abzugsvorrichtung zu ei- 
ner Aufwickelvorrichtung gezogen wird, wobei 
zwischen Kupferband und dem Schleifband 
25 und/oder den Bursten ein definierter Anpre/3- 

druck eingestellt wird. 

5. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach einem der Anspruche 1 

30 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dag die 

Schicht aus Kupferoxid und einem im wesentli- 
chen kupferfreien Metallsalz besteht. 

6. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
35 und Deckschicht nach einem der Anspruche 1 

bis 5, dadurch gekennzeichnet, da/3 das Fla- 
chengewicht der Schicht 180 bis 680 mg/dm 2 , 
vorzugsweise 330 bis 525 mg/dm 2 betragt. 

40 7. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, da£ die che- 
misch behandelten Bander oder Bleche bei 
einer im Bereich zwischen 15 und 35 °C lie- 

45 genden Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit 

zwischen 70 und' 100 % ausgelagert werden. 

a Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach Anspruch 7, dadurch 
so gekennzeichnet, daB die Auslagerung der 

chemisch behandelten Bander oder Bleche 
durch Anlegen einer Spannung oder durch Zu- 
gabe von gasformigen Reaktionsmitteln be- 
schleunigt wird. 

55 

9. Verfahren zur Herstellung einer grunen Schutz- 
und Deckschicht nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daJ3 das 

3 
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Kupferband entweder nach dem mechanischen 
Behandlungsschritt Oder nach dem Auttragen 
der Reaktionslosung kontinuierlich auf die be- 
notigten Langen quereingeteilt wird. 
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